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参考注释1查阅RO4350B的相关信息。



注释：
（1）RO4350B 4mil厚度的板材其介电常数是3.33± 0.05，并且遵循IPC-4103A/240规格。RO4350B其他厚度的板材均遵循IPC-4103A/11和/240

RO4000 LoPro 层压板是RO4000树脂系统的改良版本，用于接合反转处理箔。上述数值是未添加LoPro树脂的RO4000层压板的。LoPro箔会导致的
每层厚度增加约0.0007”(0.018μm).
LoPro树脂的Dk约为2.4. 但是，当与基本的层压板体系相结合组成复合材料时，应参照上述资料表中的平均设计Dk。（随着芯板厚度从0.020” 
降至0.004”，设计Dk约减少0.1）

     规格。
（2）电路设计推荐值Dk是几批不同的测试材料的平均值，与最常见的焊缝计算厚度（s）有关。了解更多详情，敬请联系罗杰斯公司或者参照
     罗杰斯技术支持中心网站（www.rogerscorp.com）上的技术论文。
（3）RO4350B LoProTM 层压板不能与标准RO4350B层压板共用一个UL认证型号。可能需要获得独立UL认证资格。
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（1）罗杰斯为客户提供在某些基板上选购电阻箔的服务。罗杰斯不能保证电阻箔的性能，对于买方遭受的任何损失或损害，不承担任何责任。罗杰斯会尽力提供用电阻箔制造

         的ACS产品的良好的外观和电阻预期。请参考“罗杰斯关于电阻箔视觉外观和电阻率预期的声明”的资料，见罗杰斯文献库网站：http://rogerscorp.com/downloads。

（2）4 mil RO4350B层压板的过程Dk是3.33 ± 0.05，符合IPC-4103A/240标准。其他厚度的RO4350B层压板符合IPC-4103A/11和IPC-4103A/240标准。

（3）带状线测试方法由于空气间隙存在可能使测试值小于实际的介电常数值。实际的介电常数值可能约高于表中列出值。

（4）参数典型值代表了大量测试数据的平均值。对于特定的值如果您有疑问请联系罗杰斯公司。
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RO4003C™、RO4350B™、RO4360G2™和RO4835™层压板均可采用Ticer TCR薄膜
电阻箔，与RO4000层压板材料相结合的0.5oz（18um）厚度的Ticer TCR电阻箔，
可以得到阻值为25、50、100Ω/sq(1).1oz（35um）厚度的电阻箔也可以定制。

TCR是Nippon Mining & Metals Co., Ltd., Tokyo, Japan的注册商标。Ticer Technologies是TCR的注册商标. TCR的制造符合 Nippon Mining &Metals Co., Ltd.的规定。

可提供的产品尺寸：请于罗杰斯客服或销售代表联系了解更多的产品尺寸及参数。


